4 Bereich Mikroelektronik
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plas

4.1 Technische Spezifikation ,Plasmapolieren von Siebdruckfolien

flir SMD- Halbleiterindustrie”

Kurzbezeichnung:  Plasmapolieren von
Edelstahlfolie, Material-
spezifikation (z.B.1.4301),
max. FoliengroRe
900x900mm

Anforderungen:

e Minimale Verrundung der Pattkanten

e Minimaler Materialabtrag

e Entfernung von Anlauffarben und
Bearbeitungsspuren der Laserbearbeitung

Oberflachen
polieren
entgraten
reinigen

Bild plasotec GmbH
SMD Siebdruckfolie

Vor Bearbeitung

Nach Bearbeitung

10pm EHT = 15.00 b SgralA=5E1  IPmbe= MpA Mag= 404X
WO=130mm  SgnslBeSE1  Sample iD= GrobLize s

Bild plasotec GmbH
Laserschnittbild vor Bearbeitung

8 pm EWT=1500k  SgeelA=SE1  IProbe= 30ph  Mags 400X @

WO 150 me SpalBe SE1  Sample 10 » plmepobert HOS I
Bild plasotec GmbH
Laserschnittbild nach der Bearbeitung

Bild plasotec GmbH
Laserschnittbild vor Bearbeitung

100 00um

Bild plasotec GmbH
Laserschnittbild nach Bearbeitung

Vorteile/Ergebnisse:

e Pattkanten haben definierte Kantenverrundung
e Hohe Stabilitdt der Lotpaste auf der Leiterkarte

e Keine Verluste an Materialstarke der Folie

e laserschnittkanten sind frei von allen Bearbeitungsriickstanden




